
產品物性規範表 
產品品名：AC-800-8A(Cu)DS1-M-200C 
貼合⾯：離型紙 
基材：0.025銅箔 
說明：熱傳導效果佳 
⽤途：適⽤於電腦及附屬週邊產品散熱⽤ 
如應⽤領域：⾼溫度晶⽚CPU 
尺⼨：650m/m*55M 
銅-導熱係數(K): >400 W/m.K 
膠-導熱係數(K): >6 W/m.K 

操作環境：溫度:18℃~25℃，濕度:55%±10% 

物性規範：      
                       
總厚度：               0.08mm 

上膠厚度：             0.055mm (相變化膠) 
                                    

軟化點：48℃ 

運⽤溫度-30~200度 

備註： 
(1)試驗溫度23±5℃及溼度55%RH±10%RH 
(2)保存環境為20℃~30℃，避免放置溼度過⾼的地⽅  
(3)保存期限⼀年 
(4)以上數據僅供參考，實際情況須依客⼾測試後效果為準 
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